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Evolução Tecnológica
O começo de tudo

IC‐Brazil Program

Discovery of Bipolar Transistor at Bell‐Labs,  Dec.1947, Bardeen e Brattain
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Inversor CMOS



Outubro  2021Audiência Pública da CCTCI/DECOM – Discussão sobre crise mundial de semicondutores 5

Gate

Source Drain

Buried oxide

Back gate (substrate)

Source

Drain

Gate

ID

Buried oxide

20 nm

Polysilicon Gate

Silicon
Fin

Buried Oxide

Gate

Source Drain

BOX

G
at

e

G
at

e

“1 Porta”“1 Porta”

“2 Portas”“2 Portas”
“3 Portas”“3 Portas”

Evolução dos TransistoresEvolução dos Transistores
“Porta circundante”“Porta circundante”

Source Drain
Gate

UNIVERSITY OF SAO PAULO PSI



Outubro  2021Audiência Pública da CCTCI/DECOM – Discussão sobre crise mundial de semicondutores

Micro‐structures moving towards Nano‐structures
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Aplicações em Automotiva
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industrial electronics in electric cars 
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Inertial Measurement Units (IMUs) and Global Navigation Satellite Systems (GNSS).
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1970s
Military/Aerospace

1980s 
“Computer/Workstation”

1990s
“The PC”

2000...
“The Network”

Conectividade é força tecnológica
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O PROGRAMA CI BRASIL
• IC DESIGN HOUSE
• CENTROS DE TREINAMENTO DE PROJETISTAS
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O Programa CI Brasil
• Fruto de uma ação conjunta entre o governo federal, empresas e o setor 

acadêmico, o Programa CI Brasil tem como objetivo desenvolver um 
ecossistema em microeletrônica, capaz de inserir o país no cenário 
internacional de semicondutores.

• Aprovado em 15 de junho de 2005 pelo Comitê da Área de Tecnologia da 
Informação (CATI), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 
o CI Brasil integra o Programa Nacional de Microeletrônica ‐ PNM Design, 
considerado prioritário na área de informática e automação nacional.

• Sua importância destaca‐se pelo significativo aumento na utilização de 
semicondutores em diversos setores da economia mundial, tornando a 
demanda por Circuitos Integrados (Cis) uma questão estratégica para o 
equilíbrio da balança comercial e independência tecnológica do país.

• A fim de atingir seus objetivos, o CI Brasil estabeleceu três principais eixos 
de ações aos quais correspondem, respectivamente, três estratégias.

– Incentivar a atividade econômica na área de projetos de Circuitos Integrados 
(CIs).

– Expandir a formação de projetistas de Circuitos Integrados (CIs).

– Promover a criação de uma indústria nacional de semicondutores
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Ações para promover o desenvolvimento
da área de projetos de CIs

• Treinamento acadêmico e desenvolvimento de projetos desde os
anos 1980´s
– Atualmente aproximadamente 100 mestres e 40 Doutores

formados/anos

• IP‐Brazil – programa de desenvolvimento academico de IPs inicio
em 2003

• Programas de Subvenção da Finep e BNDES desde 2005

• Programa CI Brasil iniciado em 2007 (suportado pela Finep e CNPq)

– Treinamento especializado para o Mercado de trabalho
– Suporte para 20 IC Design Houses: software, bolsas

• SIBRATEC – rede de centros de inovação iniciado em 2009

– Empresas + Centros de P&D&I  / Universidades
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Organização do CI Brasil
• Steering Committee 

– 3 sub‐comitês
• Infraestructure
• Educação

– Dois centros de treinamento
• Business

• Reuniões a cada 3 meses

• Executive Office
– Localizado no LSI‐TEC, SP

• Coordenador – Nilton Morimoto
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Brazilian Microelectronics Ecosystem (2021)

Front end
2 plant

Packaging
11 plants (Smart, HT, Multilaser, 
Cal Comp, ADATA, CSEM, Gemalto,
Sagen, LC, Cromatek, Tecnometal)

IC Design
8 DHs+Cadence
EnSilica, Silvaco

 Revenue above R$1 billion / year
 1.000 thousand jobs
 Investments higher than US$ 1billion
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CI Brasil – Centros de Treinamento de 
projetistas de CIs

• Objetivo – Desenvolver a indústria nacional de 
semicondutores
– Desenvolvimento de Recursos Humanos

• Centros de treinamento
• Parcerias internacionais
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Centros de treinamento

• CT1 – UFRGS, Porto 

Alegre – Início: April 2008

• CT3 – USP, São Paulo –

Início: August 2014

IC‐Brazil Program
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In Company

Estrutura do Programa de Treinamento

Basic Courses

Phase I
Project Phase

Job Fair

Week 1 Week 20 Week 52

Total Training Time: 24 months

DH Internship

TC

Week 104
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• Mais de 850 projetistas ate Janeiro 2020
– Digital flow 493 
– AMS flow 212 
– RF flow 153

Recursos humanos formados

CT1 ‐ Laboratórios
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CT3 – Laboratórios – GD04 (A e B)
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Lista parcial de outras empresas onde os nossos egressos atuam
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